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【57】申請專利範圍
1.　一種印刷電路板，包括： 第一基板，形成有第一連接焊盤及部件連接焊盤； 第二基
板，佈置於所述第一基板上，並且在與所述第一基板對向的一面形成有第二連接焊盤；

部件收容孔，貫通所述第二基板，以使所述部件連接焊盤暴露； 連接柱，以使所述第一
基板與所述第二基板相互連接的方式形成於所述第一連接焊盤與所述第二連接焊盤之

間；以及 引導柱，形成於第一連接焊盤或第二連接焊盤上，並形成為多個，且相互隔
開，從而形成收容所述連接柱的收容空間。

2.　如申請專利範圍第 1項所述的印刷電路板，更包括接合金屬層，以使所述引導柱與所述
連接柱連接的方式佈置於所述收容空間內。

3.　如申請專利範圍第 2項所述的印刷電路板，其中所述接合金屬層的熔點低於所述連接柱
及所述引導柱的熔點。

4.　如申請專利範圍第 3項所述的印刷電路板，其中所述接合金屬層包括錫。
5.　如申請專利範圍第 1項所述的印刷電路板，更包括： 接合絕緣層，覆蓋所述引導柱，並
夾設於所述第一基板與所述第二基板之間。

6.　如申請專利範圍第 5項所述的印刷電路板，其中所述接合絕緣層包括熱塑性樹脂。
7.　如申請專利範圍第 1項所述的印刷電路板，其中所述連接柱的高度高於所述引導柱的高
度。

8.　如申請專利範圍第 1項所述的印刷電路板，其中所述第一基板及所述第二基板分別包
括： 阻焊層，使所述第一連接焊盤及所述第二連接焊盤各自的至少一部分暴露。

9.　如申請專利範圍第 1項所述的印刷電路板，其中所述第一基板及所述第二基板分別包括
絕緣層，所述第一基板的絕緣層的模數低於所述第二基板的絕緣層的模數。

10.   一種印刷電路板，包括： 第一導體圖案層，包括第一連接焊盤及部件連接焊盤； 阻焊
層，包括使所述第一連接焊盤的至少一部分暴露的第一開口以及使所述部件連接焊盤暴

露的第二開口，並形成於所述第一導體圖案層上； 接合絕緣層，形成於所述阻焊層
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上； 第二導體圖案層，形成於所述接合絕緣層上，包括第二連接焊盤； 引導柱，在所述
第一開口內形成為多個，且相互隔開佈置，從而形成收容空間；以及 連接柱，以使所述
第一連接焊盤與所述第二連接焊盤連接的方式收容於所述收容空間內，並貫通所述接合

絕緣層。

11.   如申請專利範圍第 10項所述的印刷電路板，更包括： 接合金屬層，夾設於所述連接柱
與所述第一連接焊盤之間及/或所述連接柱與所述引導柱之間。

圖式簡單說明

圖 1是示出根據本發明的一實施例的印刷電路板的圖。 圖 2至圖 9是依次示出應用於根
據本發明的一實施例的印刷電路板的第一基板的製造方法的圖。 圖 10至圖 16是依次示出應
用於根據本發明的一實施例的印刷電路板的第二基板的製造方法的圖。 圖 17和圖 18是示出
接合應用於根據本發明的一實施例的印刷電路板的第一基板與第二基板的情形的圖。
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